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摘要(译)

提供了集成在柔性CMOS技术中的超声相控阵。 CMOS IC芯片是通过各
种芯片变薄技术制造的，从而为压电换能器带来了机械灵活性，坚固性
和最小的机械负载。超声相控阵CMOS贴片可允许生成高强度的聚焦区
域，以最大程度地穿透目标区域。
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